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仕様書： ペルチェモジュール FPM1-71005 番 号 ＺＫ１００６４－ＳＦ０１ ２／２ 

１．適用範囲 
  １－１ 本仕様書は株式会社ジーマックスで取り扱うペルチェモジュールに適用する。 
    １－２  本仕様書に関する改訂は、改良のため仕様変更する際に行なう。 
 
２．仕様 
  ２－１ 定格 

定        格 備  考 

抵 抗 値 13.4Ω ± 10％ 注-1 

最 大 電 流 0.6 Ａ 注-2 

最 大 電 圧 8.8 Ｖ 注-3 

 Th=27℃ Th=50℃  

最 大 吸 熱 量 2.7 Ｗ 3.0 Ｗ 注-4 

最 大 温 度 差 70 ℃ 77 ℃ 注-5 

保証使用温度範囲 -40 ～ +80 ℃ 注-6 

最大圧縮静荷重 1 MPa  

注-1  測定温度 27℃、AC 抵抗計 4 端子測定法による 

注-2  最大温度差を得るための電流 

注-3  最大温度差を得るための電圧 

注-4  最大電流、最大電圧、温度差＝0℃における吸熱量 

注-5  最大電流、最大電圧、吸熱量＝0Ｗにおける温度差 

（各最大パラメータは真空度 10-2 Torr の槽内で測定） 

注-6  使用時のモジュール温度許容範囲 

    ２－２  モジュール構造 

            通常構造 

    ２－３  使用半田 

            鉛フリー半田：Sn-Sb（5％） 半田融点 235℃ 

  ２－４ 外形図 

      別紙 

  ２－５ 特性図 

      別紙 
 
３．使用上の注意 

３－１  ペルチェモジュールをビスで締め付けてご使用する場合は、モジュール面に均一に加重が

加わるようにし、M3 ビス×2 本、5 cN･m のトルクでの締め付けを推奨します。 

３－２  放熱側（Th）が 80℃を超えないようにご使用ください。 

    ３－３  落としたり機械的衝撃を加えたりしますと破損することがありますので、取り扱いに十分

ご注意ください。 

    ３－４  ペルチェモジュールと接する熱交換器の平面度が悪いと性能が十分に発揮出来ません。目

安として平面度 0.02mm 以下で加工してください。 

    ３－５  ペルチェモジュールと熱交換器の密着面には熱伝導性シリコーングリースを薄く塗布し

てください。 

    ３－６  最大電圧、最大電流でのご使用は効率が良いとは言えません。目安として最大電圧、最大

電流の 70％程度でのご使用を推奨します。 

    ３－７  ご使用において急激に極性を反転させる制御方法は、ペルチェモジュールの寿命を低下さ

せますので避けてください。 

    ３－８  本ペルチェモジュールは側面にシリコーンシールを施しておりますが、防湿・防水対策は

側面シールだけでは不完全ですので、ご注意下さい。 

    ３－９  ペルチェモジュール保管時は、水漏れや結露の生じる可能性がある場所や、直射日光のあ

たる場所を避け、保管場所の温度と湿度は、5～35℃、20～75％RH としてください。 

    ３－10  通常の保管形態で 1 年間以上経過した場合は、使用前にリード線の半田付け性を確認す

ることを推奨します。 
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外形図

ペルチェモジュール

　　　１　　セラミック基板　　　　　　９６%Ａｌ2Ｏ3、厚さ：0.63㎜(研磨前)、白色

モジュールサイド面をシールする
ＫＥ３４７（信越シリコーン）または相当品にて

　２　　耐湿シール
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外径：１．５ｍｍ、長さ：５ｍｍ±２．０ｍｍ
赤色（+）及び黒色（-）樹脂チューブ

芯線：ＡＷＧ＃２８相当品
外径：0.6ｍｍ、耐熱：105℃、フッ素樹脂被覆　

冷却側セラミック表面にモジュールＳ／Ｎを捺印する
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